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Shipment of adhesives by application in Japan (2017)
Total: 847,311 t
Electric 4.9％
Wood industry uses large quantities of adhesives.






























































■木質マイクロプライ - 軽量性と力学特性に優れた新しい概念の木質系新素材 -
図３．各種薄板材料と密度
ポリスチレン
1.00g/cm3
厚紙
0.80g/cm3
木質マイクロプライ
0.41g/cm3
図１．インクジェット法を応用
した接着剤微量塗布装置
木質マイクロプライは，従来の接着技術では実現が難しかっ
た厚さが極めて薄い単板に，微量塗布技術を適用することで
多層積層した薄物材料です．木質マイクロプライを用いれば，
樹脂板や厚紙と同様の薄さの材料をより低密度で作ることが
できます（図3）．原料となる単板が薄いため，接着・成形
時の曲面加工や，特殊な性能を付与する化学処理などがより
容易になると考えられます．これらから，これまでに木材や
木質材料が用いられてこなかった分野（スマホケースなど）
への用途開拓が期待されます．
図２．合板用フェノール樹脂の塗布量（横軸）
と接着性能（縦軸）の関係
Wood failure 木破率は、
接着性能の試験において、
接着界面ではなく、木材
部分で壊れている割合。
100%であれば、接着部分
が木材部分よりも壊れにく
いこと、つまり十分な接着
強度を持つことを表します。せ
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